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W ir mögen einfach die 
‚SMTconnect’, sie 
ist etwas Besonde-

res.“ Diesen Satz hörten wir in der 
PLUS-Redaktion häufig auf der 
letzten Messe 2023. In der Tat ist der 
Branchentreffpunkt in Nürnberg ein 
Who-is-who der bedeutendsten Her-
steller und Forschungseinrichtungen 
für ‚unseren‘ Bereich der Elektronik-
fertigung. Und so schreiten wir schon 
in Gedanken entlang der Future 
Packaging Line, die Ulf Oester-
mann (Fraunhofer IZM) traditionell 
in deutscher und englischer Sprache 
ganzen Besucherkaskaden nahe-
bringt. In der vergangenen PLUS hat 
er bereits verraten, was uns in Nürn-
berg an der Linie erwartet.
Nun ist die Messezeit gekommen, 
und unsere Messeausgabe weist auf 
einige ausstellende Firmen und auf 
das Vortragsprogramm hin (S. 655). 
Selbstverständlich beachten wir 
dabei nicht nur die ‚SMTconnect’, 
sondern auch die parallel stattfin-
denden Messen ‚Sensor+Test’ und 
‚PCIM Europe’ – ein attraktiver 
Messeverbund, der viele Fachbesu-
cher nach Nürnberg lockt. Gerade 
die ‚PCIM Europe’ ist gegenüber 
dem vergangenen Jahr nochmals 
gewachsen. Grund genug für uns,  
Lisette Hausser (Vice President 
PCIM Europe) über die Fachmesse 
für Leistungselektronik zu befra-
gen (S. 784). Auch haben wir einen 
umfassenden Artikel über Leistungs-
halbleiter, die eine zentrale Rolle für 

Eine besondere Messe

Entwicklungen bei Mobilität und Energie spielen, im 
Heft aufgenommen. (S. 669)
Die Juniausgabe ist zugleich ein Rückblick auf drei 
vergangene Veranstaltungen, die unsere Redaktion 
besucht hat. Was wir auf der ‚embedded World‘ 
in Nürnberg (S. 674), auf der ‚Hannover-Messe’  
(S. 747) und auf der ‚Lounges‘ bezüglich Innova-
tionen der Reinraumtechnik (S. 704) erlebt haben, 
schildern wir ausführlich in Wort und Bild.
Hinweisen will ich noch auf die 
Juliausgabe, die wir – während in 
Nürnberg noch die Stände aufge-
baut werden – EMSig vorbereiten … 
nein, das ist kein Tippfehler, sondern 
ein charmanter Zaunpfahl auf die 
kommende EMS-Spezialausgabe, 
die seit Jahren zu den beliebtesten 
Heften der PLUS zählt (S. 739).
Schließen will ich mit einer für uns 
alle sehr traurigen Botschaft: Wenige 
Tage vor Drucklegung mussten wir 
erfahren, dass mit Herrn Michael 
Gasch eine wahre Branchengröße 
verstorben ist. (S. 654 und S. 717) 
Noch in der letzten PLUS-Ausgabe 
erschien einer seiner letzten Texte 
(‚Die europäische Leiterplattenin-
dustrie 2023‘). Er wird von seiner Familie, seinen 
Freunden und Geschäftspartnern schmerzlich ver-
misst werden. Auch ich denke mit Betroffenheit an 
meine letzten Telefonate mit Michael Gasch zurück 
– sein Scharfsinn und seine immense Kenntnis haben 
mich sehr beeindruckt. 
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